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汎用コンピュータ｢Mパラレルシリーズ+

Mパラレルシリーズ(MP5800とMP5600)は,並列処理と高遠処理を提供する新世代の大型コンピュータであり,多様化するニーズにこたえるも

のである｡

近年の情朝貢システムではオープンシステムの広が

りとともに,巾1核サーバとしての大型汎川コンピュ

ータの重要性が見直され,基幹業務用の大汗り汎用コ

ンピュータ,部門別･臼的別の行程サーバ,個人用

のパソコンなど各種のコンピュータが,それぞれの

特長を生かして用途に合わせて利用されるようにな

ってきている｡

｢Mパラレルシリーズ+は,Mパラレルコンセプト

に基づいた並列処理と高速処理を同時に提供する新

世代の汎用コンピュータである｡その特長は,高性

能,高信頼性,可用性の向上に加え,従来のMシリ

ーズ資産を継承しながら並列処理技術による高速処

*Il耳製作所汎用コンピュータ事業部

埋,スケーラブル(段階的)なシステムの拡張性を実

現したことにある｡

Mパラレルコンセプトでは,基本単位である個々

のプロセッサのことをCPN(CentralProcessing

Node:｢Il央処理ノード)と呼ぶ｡複数のCI〕Nは,

HCCF(High-SpeedConnectiollContr()1Feature:

高速結合機構)およびパラレルシステムタイマと結

合することにより,並列処理システムとして動作す

る｡また,多数のCPNの使川による運用上の課題を

解決するために,統合コンソールを開発し,操作性

を大幅に向上した｡
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山 はじめに

近年,コンピュータシステムの利用形態は企業活動の

高度化に伴って変化しているが,企業所動の中枢を担う

基幹業務に用いる計算機システムとしては,依然として

大型汎用コンピュータが用いられている｡

このようなニーズにこたえて汎用コンピュータ｢Mパ

ラレルシリーズ+を開発した｡

ここでは,Mパラレルシリーズを構成するプロセッサ

"MP5800”ぉよび"MP5600”の特徴,システム･ハード

ウェア技術,および統合コンソール,パラレル システム

タイマについて述べる｡

田 並列処理を実現するMパラレルシリーズ

プロセッサ

並列処理技術による高速処理を実現する製品としてM

パラレル シリーズプロセッサを開発した｡

並列処理はトランザクション処理のような並列実行度

の高い処理に対して有効であり,その高速化はトランザ

クション処理負荷の増大に柔軟に対応可能なシステムを

提供するという意味がある｡このような並列処理システ

ムを実現するために,多数のCPN間を接続するHCCF

(高速結合機構)を使用する｡

また,CPN間の精密な時刻合わせ,および絶対時刻と

の時刻合わせを可能とするパラレル システム タイマを

使用することにより,グローバルなネットワーク環境で

の処理の厳密性が確保できる｡多数のCPNを使用する場

合に発生する問題として計算機連用の複雑化があげられ
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図I Mパラレルシリーズの拡張性

単一CPNのモデルのグレードアップによる垂直拡張性とCPN台数

の拡張による水平拡張性により,多様化したニーズに対応した幅広

い処理性能の拡張性を提供する｡

44

るが,統合コンソールを用いることによって最小限の逆

用コストで最大限の件能を引き出すことができる｡

一方,バッチ処理のように,多数の並列処理への分解

が難しい負荷の増大に対応するためには,単一CPNの処

理性能の向上が必要となる｡このような単一一▲CPNの処理

性能を必要とする業務に対するスケーラビリティの提供

をH的として,単一CPNの能力の拡張性を図った｡

このように,Mパラレルシリーズでは並列処理による

水平方向の拡張性と,CPN性能向_Lによる垂i自二方向の拡

張性の両方を達成している｡Mパラレルシリーズには,

プロセッサとしてMP5800,MP5600,およびMP5500が

あるが,ここではMP5800とMP5600について述べる

(図1参照)｡

B MP5800プロセッサの概要

3.1特徴

MP5800プロセッサはMパラレルシリーズの最上位機

である｡その特徴について以下に述べる｡

(1)世界最高速プロセッサ

後述する最新の半導体･実装技術および論理方式技術

の採用により,命令プロセッサ当たりでは現行M-880の

約2倍の性能を持つ件界最高速クラスを実現した｡

(2)設備仕様の大幅改善

半導体･実装技術に加えて,DC-DCコンバータ方式の

小型高効率電源などを開発することにより,導入の際の

設備仕様では,現行M-880に比べて同一性能当たりの設

置面積および電ノJで‡から‡と大幅に改善した｡

(3)信頼性･可用性の向上

ハードウェア共通部の信頼件を向_1二するために,マル

チビットエラー訂正機能や交代メモリチップ械能による

主記憶装置の信根性向上,電源部や冷却部の冗長化によ

る信頼性山+二を図っている｡

さらに,ハードウェア故障が万一発生してもシステム

を停止させないで,故障した部品を稼動巾に交換する稼

動時保守機能などを充実し,可肘件の向上を図っている｡

(4)パラレル実行による処二哩高速化

ジョブを分割して並列実行することによって実行時間

を短縮するバッチパラレルや,データベースに対する入

什.力処理を並列実行して入出力時間を短縮するデータベ

ースパラレルなど,1CPNでもパラレル処理のメリット

を享受できる機能を充実した｡また,HCCFと接続するた

めのシステム結合チャネルをはじめ,パラレル システム

タイマ接続機構,および統合コンソール接続機構を準備
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してCPN間パラレル処:哩も可能にした｡

(5)柔軟な運用形態

2系統のSC(System Control:システム制御装置)を

持つプロセッサを,物手堅的に独立した2台のプロセッサ

システムとして分割稼動するセパレート システム モー

ド運転をはじめ,1台のプロセッサで複数のオペレーテ

ィ ングシステムが稼動する環境を実現するPRMF

(ProcessorResourceManagementFeature:プロセッ

サ資源分割管理機構)などを持っている｡PRMFを用い

ることにより,システム全体で使用できる主記憶容量を

2Gバイト以上にできるアドレス拡張機能を新規にサポ

ートし,複数システムの統合をより容易にした｡

また,入出力装置の噌移設時のシステム停止を不要と

するDRF(Dynamic Restructuring Facility:動的再構

成機能)により,システム拡張時のシステム停止を最小限

に抑えることができる｡さらに,システム稼動小のマイ

クロコード組込み機能をサポートしており,この面でも

システム停止の回数を削減した｡

3.2 半導体･実装技術

日立製作所独自のACE〔Advanced CMOS-ECL

(EmitterCoupledLogic)〕テクノロジーを用いて,超高

速バイポーラECLと高集積CMOS回路を融合した,超高

速･高集積･低電力のバイポーラ･CMOS融合LSIを開

発した｡高い信頼度実績のある高密度モジュールに搭載

して,命令プロセッサを1モジュールで実現した｡

半導体技術の特徴をM-880と比較して表1に示す｡

これらのLSIでは,超高速性を必要とする論理部には

バイポーラ回路を,RAM部や高速性を必要としない論

理部分にはCMOS回路を使用しておr),これによってシ

ステム全体の消費電力の低減を図った｡

MS(Main Storage:主記憶)･ES(Extended Stor-

age:拡張記憶)から成る記憶装置の制御回路には,60万

ゲートのCMOS LSIを採用した｡さらに,高集積の

DRAM記憶素子を採用し,このDRAMを12個搭載した

メモリカード72枚と,制御回路を搭載したメモリパッケ

ージ4枚で,SC当たり最大6Gバイトの記憶装置をコン

パクトに実現した｡

また,この記憶装置と最大6個の高密度モジュールで

構成する4ウェイまでのプロセッサを,1枚の38層大型

プラッタ上に搭載した｡さらに,その背面には信号ケー

ブル用コネクタや小型で高効率の電源を命令プロセッサ

単位に集約配置し,命令プロセッサ単位の稼動時保守を

可能にした(図2参月別｡

表I MP5800の半導体技術

MP5800に採用したACEテクノロジーは,超高速バイポーラECLと

高集積CMOS回路を融合することにより,高速性と低消費電力を両

立している｡

半導体技術 MP5800 M-880

超高遠論王里+Sl ACE バイポーラ

集積度(ゲート) 120k 12k

回路遅れ(ps) 40 了0

ピ ン 数 2′255 528

LSlパッケージ マイクロキャリア マイクロキャリア

RAM内蔵超高速論理LSl ACE バイポーラ

RAM集積度(ビット) 最大2.3M 64k,512k

ゲート集積度(ゲート)50k(RAM2.3M時) 2k,=く

RAMアクセス時間([S) l l.6,5

ピ ン 数 Z′255 5Z8

LSレヾッケージ マイクロキャリア マイクロキャリア

超高集積CMOSLSl CMOS CMOS

集積度(ゲート) 600k 80k

回路遅れ(ps) 160 300

LSlパッケージ l′O19ピンPGA 240ピンPGA

注:略語説明 PGA(Pin GridArray)

3.3 論理方式技術

システム性能の向上はアーキテクチャとシングルプロ

セッサ性能の向上によって達成される｡

アーキテクチャについては,

ロセッサの高性能化に対応し,

胞

/
+･l姐一肝
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図2 MP5800の実装構造

大型プラッタ(プリント基板)上に4ウェイまでのマルチプロセ

ッサと主記憶装置を搭載している｡
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を十分に発揮させるように継続的な改善を図っている｡

MP5800では,拡張アドレッシング,拡張チャネルシス

テム,データ空間などの機能を持つM/ASA(M Series/

Advanced System Architecture)やIDP(Integrated

Database Processor:内蔵型データベースプロセッサ)

に加え,データ圧縮機構を新たにハードウェアでサポー

トした｡データ圧縮機構はプロセッサで取り扱うデータ

の圧縮･伸長処理を専用命令で行い,DASD(Direct

AccessStorageDevice)の容量削減とともに,読み書き

の時間やデータ転送時間を短縮する｡

シングルプロセッサの性能向上は,マシンサイクル時

間の短縮と,命令当たりのマシンサイクル数の低減によ

って達成される｡マシンサイクル時間の短縮は,主とし

て先に述べた半導体･実装技術を用いた素子等の高速化

によって実現した｡マシンサイクル数の低減は,演算を

並列処理する演算パイプラインなどに加え,比較命令と

分岐命令等の実際的なプログラムで頻繁に出現する二つ

の命令を同時に切り出して実行するスーパースカラ方式

を新たに採用するなど,主として論理方式技術の改善に

よって達成した｡

マルチプロセッサにはこれまで実績のある3階層記憶

方式を採用し,これをさらに改善して性能向上を図って

いる｡MP5800/820の論理構成を図3に示す｡各IP

(Instruction Processor:命令プロセッサ)から2台の

SCに,それぞれ独立にデータパスを接続する構成にし,

プロセッサ台数を増やした場合のSC間でのデータ競合

を少なくすることによr),マルチプロセッサ性能を向上
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注:略語説明

IP(】nstructionProcessor).BS(BufferSto｢;昭e)

MS(MajnStorage).SC(SystemCont｢○ト)
ES(ExtendedStorage).WS(WorkStor∈〕ge)

lOP(lnput-0utputProcesso｢)

図3 MP5800/820の論理構成
8台までのマルチプロセッサ構成が可能であり,3階層記憶制御

方式を採用して性能を向上させている｡
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させた｡

巴 MP5600プロセッサの概要

4.1特徴

MP5600はMパラレルシリーズの中位に位置づけら

れ,高性能プロセッサを搭載したコンパクトなワンボッ

クスシステムである｡その特徴について以下に述べる｡

(1)高速なCMOS Mシリーズプロセッサ

超高集積のCMOS LSIを採用し,1個のマルチプロセ

ッサモジュールと主記憶装置を搭載した1枚のプロセッ

サボードにより,コンパクトで高性能なプロセッサを実

現した｡マルチ70ロセッサモジュールに最大8台のIPを

実装することにより,高性能化と小型化を同時に実現す

るバランスのとれたシステムとしている(図4参月別｡

(2)設備仕様の大幅改善

CMOS LSIと高密度の実装モジュールを採用したほ

か,小型･高出力のモジュール電源などの採用により,

MP5600では現行機M-860と比較して同一性能当たりの

床面積で最大85%,電力で最大90%の省スペース,省エ

ネルギーを実現した｡

(3)信頼性･可用性の向上

MP5800と同様に主記憶装置の伝来副生向上と,電源部

および冷却部の冗長化による信頼性向上を図った｡

(4)パラレル実行による処理高速化

MP5800と同様,MP5600でもバッチパラレル,データ

ベースパラレルをサポートするほか,高速結合装置を介

したCPN間パラレル処理を可能とした｡

(5)運用性

岳:＼

図4 MP5600プロセッサボード(モデル120-310)

ワンボードに最大3台の命令プロセッサと最大4Gバイトの記憶

装置を搭載し,コンパクトで高性能なプロセッサを実現している｡
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MI)5800と同様にPRMF,DRF,システム稼動目1のマ

イクロコード組込み機能をサポートして運用性を向上

させた｡

(6)オープンシステム連携

内蔵LANアダプタによるイーサネット削)接続と

FDDI(Fiber DistributedDataInterface)接続を可能と

しており,パソコンやワークステーションに対するサー

バとしても使用できる｡

4.2 半導体･実装技術

MP5600では,超大型機で培ってきた半導体技術と実

装技術を多数採用することにより,高性能で高信頼性を

持つ製品としている｡

その一つは多ピンのCMOS LSI技術を用いたメモリ

制御LSIの採用であり,これはメモリスループットを大

きく向上させている｡また,ムライトセラミックス基板

(モデル120～310)およびガラスセラミックス基板(モデ

ル410～810)を採用することにより,ワン モジュールマ

ルチプロセッサを実現した｡

また,小型で高性能なモジュール電源を採用し,これ

をワンボードに並べた電源カードとして実装することに

よって省スペースを実現した｡

4.3 論理方式技術

MP5600の論理構成を図5に示す｡システム性能向上

のために次の技術を採用している｡

(1)アーキテクチャ

M/ASAに加えてMP5800と同様にハードウェアによる

データ圧縮機構を新たにサポートした｡また,劾作する

オペレーティングシステムとしてVOS3/FS(Virtual

lP lP

=〕P

MS

ES

lP

10P

lP

SC

10P

lP

lOP

lP

10P

lP

10P

lP

図5 MP5600/810の論‡里構成

8台までのマルチプロセッサがl台のSCを介して記憶装置を共

有し,また最大6台の入出力プロセッサによって入出力性能を大幅

に強化している｡

※1)イーサネットは,富上ゼロックス株式会社の商品名称

である｡

Storage Operating System3/FOREFRONT System

Product)のほか,VOSl/FSをサポートすることによっ

て幅広い要求にこたえることができる｡

(2)IOP

IOI)(入出力プロセッサ)は最大6台で256チャネルま

で接続■吋能であり,世界最高レベルの入出力性能を持つ｡

(3)内蔵LANアダプタ

MP5600では,オープンシステムへの接続性を考慮し

て,内臓LANアダプタを採用した｡このアダフ‾夕は

TCP/IP(TransmissionControIProtocol/InternetPro-

tocol)処理をプロセッサからオフロードし,100Mビ･ソ

ト/sのFDDIを1ポート接続,またはイーサネットを3

ポート接続できる｡

(4)RDB(RelationalDatabase)パラレル機構

VOSl/FS使用時には,RDB処理のトータルスループ

ットを向上するRDIうパラレルを利用することができる｡

以上に述べたように,MP5600は高性能でかつコンパ

クトなプロセッサである｡

白 パラレルシステムの概要

5.1高速結合機構

H-6710高速結合装置に搭載する高速結合機構は,裡数

CPN間の並列処理の高速制御を行ってMパラレル機能

を実現する｡詳細は本特集号の別論文に述べる｡

5.2 統合コンソール(PMC)

PMC(Processor Management Console)は袴数の

CPNを高速結合装置も含めた構成でシステム制御イン

タフェースに接続し,MCD(Manageme11t Console

Device)を束ねて単一一システムイメージの操作と監視を

実現する装置である｡

各CPNがPMC接続機構を通じてPMCに接続される

Mパラレルプロセッサ

PMCA PMCA

システム制御インタフェース

注:略語説明

PMCA(統合コンソール接続機構)

[コ

高速結合装置

PMCA

統合コンソール

図6 統合コンソール(PMC)の接続構成

統合コンソールは,Mパラレルプロセッサと高速結合装置を含む

Mパラレルシステム全体を単一システムイメージで操作可能とする｡
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図7 複数のCPNの一括操作例

cpNlとCPN2を一括して起動する｡マウスでCPNlとCPN2のアイコ

ンを選び,Activateに重ねることによって起動することができる｡

構成を図6に示す｡

(1)特長

PMCはCPNごとにあるMCDの統合によって複数

CPNの一括起動･停止とCPN個別のハードウェア操

作･監視,およびCPNの選択によるOS(OperatingSys-

tem)コンソール操作を実現する｡さらに,GUI(Graphi-

calUserInterface)化と画面上でのCPNグループを作

って操作性の向上を図った｡

(2)GUIによる操作性の向上

CPNを電源投入からイニシャルプログラム ロード

まで一括処理する場合の操作例を図7に示す｡"Activate

(アクティベイト)''は,電源投入からイニシャルプログ

ラムロードまでの処理を指示する"TASK(タスク)''で

ある｡最初に制御対象のCPNl,CPN2をマウスでクリッ

クしてドラッグした後,``Activate''に重ねてドロップす

ることによってCPNl,CPN2の一括処理を可能にする｡

(3)接続仕様

PMCの接続仕様を表2に示す｡特長は,異なるCPNを

最大32個接続可能とし,CPNとPMC間の接続可能距離

2.5kmを実現したことである｡

※2)テレホンJJYは,公衆回線による標準時刻供給システ

ムである｡

表2 PMCの接続仕様

pMCは最大2.5kmまでの範囲でMパラレルシリーズプロセッサ

に接続する｡

項 目 サポート仕様 備 考

プロセッサ
機 種

･MP5800 全機種,PMC接続機

･MP5600 構(オプション)が必

tH-6710高速結合装置
要

接続数 l～32

PRMF ･MP5800/5600

サ ポ ー

ト OS VOS3/FS

システム

制御インタ

フェース

種 別 制御専用インタフェース
他のネットワークとの

併用不可

接続可能 プHセッサーPMC間 500mを超える場合

距 離 最大2.5km はリピータが必要

PMC接続数 l～2
システム制御インタ7エ

ースに接続可能な数

5.3 パラレル システム タイマ

パラレルシステムタイマは,パラレルシステム内の全

CPNのタイマを高い精度で一致させる機能と,テレホン

JJY菜2)から得た外部の高精度の時刻情報からシステム

のタイマ値を絶対時刻に合わせる機能から成る｡その特

長は,(1)マイクロ秒単位の高い時刻一致精度,(2)外部時刻

人力による自動時刻調整機能を持ち,(3)二重化による高信

頼化,(4)最大3kmまでの遠隔配置が可能なことであるo

B おわりに

Mパラレルシリーズプロセッサは,水平拡張性と垂

直拡張性の両方のニーズにこたえるために開発した新世

代のプロセッサシリーズである｡各機種の特長に応じて

適用業務の性質に合ったシステムを構成することによ

り,コストパフォーマンスの優れたシステムを実現する

ことができる｡

また,複合CPNシステムの運用性向上のため統合コン

ソールをサポートし,オープンシステムに対しても接続

性向上を図るなど,トータルな機能向上を実現した｡

今後,オープンシステムとの連携による業務処理を含

む,より広範囲な接続性の実現と,Mパラレルシリーズ

プロセッサのいっそうの機能の改善を図っていく考えで

ある｡
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